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(57) Le dispositif a circuit imprime comprend su moins un 
module etectrique 38 monte sur la plaque de circuit imprime et 
comprenant au moins un cadre isolsnt 42* definissant un 
espace de logement 42b dans la zone interne du cadre 42 
servant a toger le composant etectrique 44. au moins un 
conducteur de cuivre 40 prevu sur une partie en forme d'an- 
neau 42a du cadre 42 pour relief a la fois electriquement et 
mecaniquemem le module eJectrique 38 a des bomes de 
soudure de la plaque a circuit imprime et pour une liaison au 
compossnt etectrique 44, et au moins une ligne imprimee de 
resine conductrice 48 depose© sur le cadre 42 pour mettre le 
compossnt etectrique en liaison etectrique avec le conducteur 
de cuivre 40. 
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La pr6sente invention concerne de mani&re g6n6- 
rale un dispositif A circuit imprint et, plus particuli£- 
rement, un dispositif & circuit imprim£ comportant un 
module de circuit 61ectrique am€lior6. 
5, Des dispositif 61ectronigues sous forme de cartes 

ont 6t6 mis au point tels que des cartes de donn£es que 
des per sonne s portent sur elle pour &tre utilis6es sous 
forme de cartes de credit ou analogues, et qui compren- 
nent des supports d f enregistrement de donn&es d'infor- 

lO mations tels que des pistes magn£tiques ou des supports 
de m£moires tels que des m&moires & semi-conducteur 
pr6vus pour agir avec un ensemble de circuits dans un 
r£cepteur dans lequel la carte de donn£es est plac£e afin 
de tr alter les donn&es d v informations m€moris6es dans les 

15 supports d T enregistrement de donn&es ou les supports 

m&moire de la carte de donn£es. De mani&re r£cente, s'est 
cr6e une demande concernant des cartes de donn€es ayant 
une plus grande capacity de memorisation et une plus 
grande quantity de donndes d v informations. Pour r6pondre 

20 & cette demande croissante, il a 6t6 mis au point des 
cartes de donn6es qui comprennent un dispositif & 
semi-conducteur tel qu'une m£moire k semi -conduct eur en 
remplacement de la piste magn£tique« Les cartes de 
donn&es d v un tel type sont g£n£ralement pr£vues avec un 

25 autre dispositif & semi-conducteur tel qu'un micro- 

ordinateur adapts pour traiter .des donn6es d' information 
en m&me temps que la m&noire A semi-conducteur . Ainsi que 
cela . est bien connu, les dispositif s & semi-conducteur 
sont en g£n6ral fabriqu£s sous la forme d'un circuit 

30 int6gr£ (d€sign6 ci-apr6s en tant que CZ) et les cartes 
de donn£es qui comprennent les dispositifs A semi- 
conducteur sont d6sign£s en tant que cartes CI. 

La pr&sente invention a pour objet de : 
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- Creer un dispositif a circuit imprime qui est 
approprie k une augmentation de la densite des composants 
gu'on trouve dans le dispositif* 

Creer un dispositif k circuit imprime qui est 
5 propre k reduire l'epaisseur du dispositif. 

- Creer un dispositif k circuit imprixne dans 
lequel des composants compris dans le dispositif peuvent 
6tre facilement changes. . 

- Creer un dispositif k circuit imprime approprie 
10 k des dispositif s electriques en forme de carte. 

Afin de realiser, l'objet ci-dessus, le disposi- 
tif k circuit imprime con forme. k un premier aspect de 
la presente invention comprend une plaque k circuit 
imprime comprenant des lignes imprimees de cuivre et des 

15 bornes de soudure prevues sur les lignes imprimees de 

cuivre ainsi qu'un module electrique monte sur la plaque 
4 circuit imprime, le module electrique comprenant un 
cadre isolant definissant un e space de logement dans la 
zone interne du cadre, des conducteurs de cuivre prevus sur une 

20 partieen forme d'anneau du cadre pour relier k la fois 
electriqueroent et mecaniquement le module electrique aux 
bornes de soudure de la plaque k circuit imprime, un 
composant electrique loge dans l'espace de logement du 
cadre, le composant electrique etant connecte aux conduc- 

25 teurs de cuivre, et des lignes imprimees en resine 

conductrice etant deposees sur le cadre afin de relier 
electriquement le composant electrique aux conducteurs de 
cuivre. 

Diverses autres caracteristiques de I 1 invention 
30 ressortent d'ailleurs de la description detaillee qui 
suit. 

Des formes de realisation de l'objet de l f inven- 
tion sont representees, k titre d'exemples non limita- 
tifs, aux dessins annexes. 
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La fig. 1 est une coupe -Elevation representant un 
dispositif A circuit imprime de type classique. 

La fig. 2 est une coupe-elevation representant 
une plaque de base d'un premier mode de realisation du 
dispositif & circuit imprint £ con forme £ la presente 
invention. 

La fig. 3 est une coupe-elevation representant le 
premier mode de realisation du dispositif A circuit 
imprime ♦ 

Les fig. 4 et 5 sont respectivement une coupe- 
elevation et un diagramme en perspective du module 
electrique de la fig. 3. 

Les fig. 6(a) k 6(d) sont des diagrammes repre- 
sentant les etapes de fabrication du module electrique de 
la fig. 3. 

La fig. 7 est un diagramme representant une 
variante du cadre constituant le module electrique de la 
fig. 3. 

La fig. 8 est une coupe-elevation representant un 
deuxieme mode de realisation du dispositif £ circuit 
imprime conforme A la presente invention. 

La fig. 9 est une coupe-elevation representant 
une variante du cadre constituant le module electrique de 
la fig. 8. 

La fig. 10 est une coupe-elevation representant 
un troisieme mode de realisation du dispositif A circuit 
imprime conforme & la presente invention. 

La fig. 11 est une coupe-elevation representant 
une variante du module electrique de la fig. 4. 

De man id re classique, les cartes CI sont equipees 
de dispositifs a circuit imprime. La fig. 1 represente un 
exemple. caracteristique d"un tel dispositif * circuit 
imprime. Coimne represente & la fig. 1, un dispositif d 
circuit imprime de type classique comprend une plaque de 
base isolante 10 servant & supporter des dispositifs 
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electriques 12 tels que des dispositifs A semi- 
conducteur, des lignes iinprimees en resine conductrice 14 
deposees sur la plaque de base 10 servant A mettre lee 
dispositifs electrique 12 en liaison electrique les uns 
5 avec les autres ou avec des circuits Strangers A l'exte- 
rieur des cartes CI* 

Les dispositifs electriques destines A etre 
utilise dans un tel dispositif A circuit imprime sont 
generalement appeles dispositifs A puce. Par suite', les 

10 dispositifs electriques 12 seront appeles dispositifs a 
puce 12. Les dispositifs A puce 12 ont un corps cubique 
et sont equipes de plots a bornes 16 sur une surface du 
corps cubique. 

Les dispositifs A puce 12 sont integres dans des 

15 enfoncements 18 formes sur la plaque de base 10. La 

profondeur de chaque enfoncement 51a est en accord avec 
une epaisseur de son dispositif A puce correspondant 12. 
Ainsi, les surfaces des dispositifs A puce 12 correspon- 
dent A la surface de la plaque de base 10 et les plots A 

20 bornes 16 font saillie sur la surface de la plaque de 
base 10. 

Les lignes imprimees de resine conductrice 14 
sont deposees sur la plaque de base 10 pour mettre les 
dispositifs A puce 12 en liaison electrique les uns avec 

25 les autres ou avec des bornes d v entrees/ sorties des 

cartes CI. Les lignes iinprimees en resine conductrice 14 
sont constitutes de pftte conductrice. La pAte conductrice 
est deposee sur la plaque de base au moyen d'un procede 
tel que la serigraphie, 

30 I»e dispositif A circuit imprime classique de la 

fig. 1 present© une configuration de cdblage en multicou- 
ches. Une telle configuration de c&blage en multicouches 
est utilisee pour des conductions electriques transversa- 
les l f une avec 1* autre A l'etat isole. C'est-a-dire que 

35 le dispositif A circuit imprime comprend en outre une 
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couche formant couverture isolante 20 et des lignes 
imprimtes en rtsine conductrice suppl&nentaire 22. 

La couche formant couverture isolante 20 est 
appliqu£e sur la plaque de base 10 de m&ne que les lignes 
5 imprimtes en r€sine conductrice (d£sign€es ci-aprds en 
tant que lignes imprint es de rtsine conductrice inf6- 
rieure) 14. La couche formant couverture isolante 20 est 
constitute d'un film photosensible. Le film photosen- 
sible est f orm£ do trous' calibres 

lO 24 au moyen d'un proc£d& de photogravure classique. Les 
trous calibr&s 24 sont garnis de conducteurs (d£sign£s 
ci-aprds en tant que conducteurs de garnissage de trou) 
26 . Les conducteurs de garnissage de trou 26 sont consti- 
tute d'une pflte conductrice qui est la m&ne que les 

15 lignes imprim£es de rtsine conductrice infexieure 14. 

Les lignes imprimtes en r£sine conductrice 
suppl&nentaires (d£sign6es ci-apr&s en tant que lignes 
imprimtes en rtsine conductrice sup£rieures) 22 sont 
constitutes d'une p&te conductrice qui est la m&ne que 

20 les lignes imprimtes en r&sine conductrice inftrieure 14 
et que les conducteurs de garnissage de trou 26. La pate 
conductrice est d£pos€e sur la couche formant couverture 
isolante 20 par sexigraphie. Les lignes imprimtes en 
r 6 sine conductrice suptrieure 22 sont relives aux lignes 

25 imprimtes en r 6 sine conductrice inftrieure 14 par les 
conducteurs de garnissage de trou 24. 

Le dispositif a circuit imprimt classique toute- 
fois n'est pas propre & 6tre adapts aux dispositif s 
61ectroniques sous forme de carte. Ceci en raison 

30 que de tela dispositifs ont rtcerament £t£ amends a 

comporter une plurality de conducteurs en response a un 
accroissement des fonctions et/ou des capacit&s de 
xn&moire des dispositifs. Conforxn&nent au dispositif a 
circuit tlectrique a film tpais de type classique, le 

35 dispositif ntcessite la configuration en xnulticouches 
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coroportant une plurality de couches au-dela de 3 ou plus 
pour recevoir le noxnbre croissant de conducteurs. Toute- 
fois, 1 9 accroissement des couches a pour effet que 
l'6paisseur des dispositifs electroniques sous forme de 
5 carte est importante. De plus, 1* accroissement des 

couches a pour effet que la fabrication des dispositifs 
est complexe. 

En outre, toutes les conductions e'lectriques 
semblables aux lignes imprimees en r£sine conductrice 14, 
10 22 dans le dispositif a circuit imp rime de type classique 
sont cons tit ues par de la pate conductrice analogue aux 
lignes imprimees en resine conductrice 14, 22. Toutefois, 
une telle p&te conductrice est inferieure aux films de 
cuivre en conductivity electrique. Cette inferiority de 
15 la pSte conductrice devient remarquable si la dimension 
des lignes imprimees en resine conductrice 14, 22 est 
reduite en reponse a l 1 augmentation du nombre de conduc- 
tions electriques* 

De plus, il est difficile de remplacer les 
20 dispositifs a puce 12 si les dispositifs a puce 12 ont 
6te juges comme inferieurs apres que le dispositif A 
circuit iroprime a ete acheve. 

La pr€sente invention sera ma in tenant decrite en 
detail par reference aux fig. 2 d 11, 
25 En se refer ant a present aux fig. 2 a 5, un 

premier mode de realisation du dispositif a circuit 
iroprdLro^ conforme a la presente invention sera decrit en 
detail. La fig. 2 represente une plaque de base servant a 
supporter un module electrique, comme decrit ulterieure- 
30 ment. La fig. 3 represente le premier mode de realisation 
du dispositif a circuit imprime constitue sur la plaque 
de base de la fig. 2. les fig. 4 et 5 sont respect ivement 
une coupe-elevation et un diagraroroe en perspective d'un 
module electrique, Les fig. 6(a) & 6(d) repre sen tent des 
35 etapes de fabrication du module electrique. 
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A la fig. 2, une plague de base 30 est constitute 
de fibre de verre garnie de r€sine 6poxy. La plaque de 
base 30 pr£sente des lignes imprimtes de cuivre 32, une 
couverture r£sistante & la soudure 34 et des borne s de 
5 soudure 36. Les lignes imprim6es de cuivre 32 sont 

form&es en gravant le film de cuivre laming sur la plaque 
de base 30. La plaque de base 30, de m&me que les lignes 
imprim€es de cuivre 32 sont revfitues de la couverture 
r£sistante d la soudure 34. en conservant des parties 

lO pr6dgtermin£es des lignes imprim&es de cuivre 32 pour 
€tre ultgrieurement munies des borne s de soudure 36. 
Ensuite, les borne s de soudure 36 sont pr£vues sur les 
parties impos£es des lignes imprimges de cuivre 32. 

A la fig. 3, des modules glectriques 38 sont 

15 months sur la plaque de base 30. Les modules glectriques 
38 ont un corps cubique. Chacun des modules glectriques 
38 est gquipg de conducteurs de cuivre 40 sur une surface 
du corps cubique. Les modules glectriques 38 sont connec- 
ts aux lignes imprimges de cuivre 32 en soudant les 

20 plots d borne s 40 aux borne s de soudure 36 de la plaque 
de base 30. 

Le soudage des modules glectriques 38 I la plaque 
de base 30 est effectug au moyen d'une soudure de type 
classique, telle qu'un brasage au reflux et un brasage 

25 par fusion & la vapeur. 

En se rgf grant d present aux fig. 4 et 5, on 
dgcrit en detail le module glectrique 38. Aux fig. 4 et 
5, le module glectrique 38 comprend un cadre 42 et 
plusieurs dispositifs & puce 44. Le cadre 42 comporte un 

30 anneau rectangulaire plat 42a et dglimite un espace de 
logement 42b au centre de 1' anneau rectangulaire 42a. 
L' anneau rectangulaire 42a est rgalisg en mati&re iso- 
lante telle qu'en fibre de verre remplie de rgsine gpoxy. 
L f espace de logement 42b est formg au moyen d'un procgdg 

35 classique tel qu'un traitement par pression. Plusieurs 
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conducteurs de cuivre 40 sont formes sur la surface de 
I'anneau rectangulaire plat 42a. Chaque premiere extremi- • 
t6 40a des conducteurs de cuivre 40 est positionneepres 
d'une extremity interne de I'anneau 42a. Les secondes 
5 extremi t6s 40b des conducteurs de cuivre 40 sont posi- 
tionn£e pres d'une extremity externe de I'anneau 42a. Les 
conducteurs de cuivre 40 sont formes au moyen d'un procedt 
de type classique tel qu'une gravure chimique d'une 
couche de cuivre 1 amine sur la surface totale du cadre 

10 42. 

Les dispositifs k puce 44 tels que des disposi- 
tifs k semi -conduct eur sont loges dans I'e space de 
logemant 42b en etant enfermes dans un garni sseur 46. Le 
garnisseur 46 est constitue de resine. Les dispositifs k 
15 puce 44 sont equip£s de plots k borne s 44a sur une 

surface du corps cubique. Les surfaces des dispositifs k 
puce 44 se conforment k la surface du cadre 42 et les 
plots k bornes 44a font saillie sur la surface du cadre 
42. 

20 Des lignes imprimees en resine conductrice 48 

sont d£posees sur le cadre 42 etc. afin de mettre les 
dispositifs k puce 44 en liaison 61ectrique 1'un avec 
1 'autre ou avec les conducteurs de cuivre 40. Par exemple, 
certaines des lignes imprimees en resine conductrice 48 

25 sont relives aux extremi tes correspondantes 40a des 

conducteurs de cuivre 40. Les lignes imprimees en resine 
conductrice 48 sont constitutes de p&te conductrice. La 
pate conductrice est d6posee sur le cadre 42 etc. au 
moyen d'un proc£de classique tel que la s6rigraphie. 

30 Une couche forma nt couverture isolante 50 est 

appliquge sur le module 38 afin de proteger les disposi- 
tifs & puce 44 (non represents k la fig. 5 ) . La couche 
formant couverture "isolante 50 recouvre la surface du 
cadre 42 k 1' exception de l f extremi te ext6rieure de 

35 I'anneau 42a et des autres extremi tes 40b des conducteurs 
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de cuivre 40. En se r£f£rant a present aux fig. 6(a) a 
6(d) r on d6crit maintenant un proc6d6 de fabrication du 
module £lectrique 38. 

A la fig. 6 (a) , oh forme une plaque rectangulaire 
5 lamin6e avec une couche de cuivre. La plaque rectangu- 
laire est fabrlqute en. mati&re isolante telle qu'en fibre 
de verre remplie de la r€sine 6poxy. L'espace de logement 
42b est formg a I'aide du proc6d£ tel que le traitement 
par pression. On constitue ainsi, l'anneau rectangulaire 

10 du cadre. La couche de cuivre est grav£e par un proc6d& 
tel que gravure chimique, de sorte que les conduct eurs de 
cuivre 40 sont formes sur l'anneau rectangulaire 42a. 

A la fig. 6(b), l'intervalle de logement 42b est 
rempli par le garnisseur 46. Les dispositifs a puce 44 

15 sont enferro^s dans le garnisseur 46 de sorte que les 
surfaces des dispositifs a puce 44 concordent avec 
l'anneau 42a. Le garnisseur 46 est durci apr&s que les 
dispositifs a puce 44 aient 6t6 enferm^s. 

A la fig. 6(c), les lignes imprim^es en r6sine 

20 conductrice 48 sont d6pos£es sur le cadre 42 etc. servant 
a la conduction des plots a bornes 44a des dispositifs a 
puce 44 et aux extr6mit£s 40a des conducteurs de cuivre. 
Les lignes imprim€es en rtsine conductrice 48 sont 
constitutes de pAte conductrice. La pAte conductrice est 

25 d£pos£e sur le cadre 42 etc. au moyen d'un proc6d6 

classique tel que la strigraphie. Ainsi, les dispositifs 
a puce 44 sont 61ectriquement relics l'un a 1' autre ou 
avec les extr£mit€s 40a des conducteurs de cuivre 40. 

A la fig. 6(d), la couche formant couverture 

30 isolante 50 est appliqu6e au module 38." La couche formant 
couverture isolante 50 recouvre la surface du cadre 42 a 
1* exception de l'extr&nitt externe de l'anneau 42a et des 
autres extr£mit6s 40b des conducteurs de cuivre 40. Les 
modules 61ectriques 38 ainsi formes sont months sur la 

35 plaque de base 30 comme represents A la fig. 3. Les 
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extr£mit£s 40b des conducteurs de cuivre 40 sont relives 
aux lignes imprim6es de cuivre 32 sur la plague de base 
30 au moyen d'un proc6de classique tel qu'un traitement 
par soudure • 

5 En conformity avec le premier mode de realisation 

du dispositif k circuit imprim6 # un nombre relativement 
faible de dispositif s A puce 44 sont rassembl6s ensemble 
dans une unit£ du module £lectrique 38. Ainsi, les 
dispositifs A puce 44 de chaque unit£ du module 61erctri- 

10 que 38 peuvent §tre mis en liaison l'un avec I 9 autre ou 
avec les conducteurs de cuivre 40 sur I'anneau 42a au 
moyen a' une configuration & simple couche de lignes 
±mprim£es en re-sine conductrice 48. En outre, les modules 
elect riques 38 peuvent 6tre faci lenient enleves de la 

15 plaque de base 30. Ainsi, il est facile de remplacer les 
modules electriques 38 si ces derniers ont 6t6 jug£s 
inf^rieurs apres que le dispositif A circuit imprime a 
&te\ achev£. 

La fig. 7 represente une variante du cadre 42 

20 constituant le module 61ectrigue 38. A la fig. 7, le 
cadre 42 est forme h partir d'une plaque rectangulaire 
laminee avec une couche de cuivre. La plaque rectangu- 
laire est realised en matiere isolante telle que de la 
fibre de verre remplie de r£sine 6poxy. Un enfoncement 

25 est delimit^ au centre de la surface de la plaque rectan- 
gulaire au moyen d'un procede classique tel qu'une 
gravure mecanique. Ainsi, I'e space de logement 42b 
comportant une partie de fond est forme de mfime que 
l f enfoncement. Le fond de I'e space de logement 42b 

30 d^limite la hauteur des dispositifs & puce 44 devant y 

6tre loges* Ainsi, les surfaces des dispositifs A puce 44 
sont facilement con formes & la surface du cadre 42. La 
couche de cuivre est obtenue vers les conducteurs de 
cuivre 40 au moyen du procede tel que la gravure chimi- 

35 que. 
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En se r£f£rant a present a la fig. 8, on decrit 
en detail un deuxieme mode de realisation du dispositif a 
circuit imprim6 conforroe a la presente invention. La 
fig. 8 represente le deuxieme mode de realisation du 
5 dispositif a circuit imprime. A la fig. 8, le dispositif 
a circuit imprim6 comprend une plaque de base 30 et un 
nombre impost de modules eiectriques 38 months sur la 
plaque de base 30. La plaque de base 30 pr&sente une 
configuration qui est la meme -que la plaque de base 30 de 

10 la fig. 2. Le module eiectrique 38 presente une configu- 
ration similaire au module eiectrique 38 des fig. 4 et 5 
a I 9 exception des conducteurs de cuivre 40. 

A la fig. 8, le cadre 42 presente une configura- 
tion similaire au cadre 42 du premier mode de realisation 

15 comme represente a la fig. 6, a 1 'exception des conduc- 
teurs de cuivre 40. Les conducteurs de cuivre 40 se 
prolongent sur les deux surfaces du cadre 42. Ainsi, les 
premieres extremites 40a des conducteurs de cuivre 40 
sont positionn&es sur la surface sup6rieure du cadre 42 

20 pour 6tre relives aux dispositifs a puce 44 (non repr6- 
sentds) . Les deuxi&mes extremites 40b des conducteurs de 
cuivre 40 sont posit ionn£es sur la surface de fond du 
cadre 42 pour 6tre reliees a 1 la plaque de base 30. Les 
deuxidmes extremites 40b sont relives aux lignes impri- 

25 m6es de cuivre 32 sur la plaque de base 30 au moyen du 
proc6d6 tel que le traitement par soudure. 

La fig. 9 represente une variante du cadre 42 de 
la fig. 8. A la fig. 9, le cadre 42 presente une configu- 
ration similaire au cadre 42 du premier mode de r£alisa- 

30 tion, comme represent 6 a la fig. 6, a 1* exception du 

conducteur de cuivre 40; Le conducteur de cuivre 40 est 
forme au moyen d'une configuration de trou de passage 
cla8sique. Ainsi , les premiere et les deux id me extremites 
40a et 40b du conducteur de cuivre 40 sont reliees par 

35 une section de trou de passage 40c. De cette fa son, les 
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premiere et deuxieme extremites 40a et 40b du conducteur 
de cuivre 40 "de la fig. 8 sont relives -par des parties 
suivant le contour peripherique du cadre 42. Le cadre 42 
de la fig. 9 comprend en outre deux autres conducteur s de 
5 cuivre 40 dont chacun est simplement forme sur les 

surfaces super ieu re et inferieure du cadre 42. Le conduc- 
teur de cuivre 40 forme sur la surface superieure est 
relie aux dispositifs & puce 44 (non representes) . Le 
conducteur de cuivre 40 forme sur la surface inferieure 

10 est prevu pour le montage sur la plaque de base 30. 

En se referant maintenant & la fig. 10, on decrit 
en detail un troisieme mode de realisation du dispositif 
Ik circuit imprime con forme & la pre sent e invention. La 
fig. 10 represente le troisieme mode de realisation du 

15 dispositif a circuit imprime. A la fig. 10, le dispositif 
a. circuit imprime comprend trois pieces de plaque de base 
30a, 30b et 30c. Les plaques de base 30a, 30b et 30c sont 
empilees l*une sur 1* autre. Les pieces superieure et 
.inferieure des plaques de base 30a et 30c sont prevues 

2o pour supporter les modules electriques 38. Ainsi, les 
modules electriques 38 sont places dans des logements 
definis dans les pieces superieure et Inferieure des ] 
plaques de base 30a et 30c. Une piece centrale des 
plaques de base 30b est prevue pour relier & la fois 

25 mecaniquement et electriqueroent les pieces superieure et 
inferieure des plaques de base 30a et 30c. 

Chaque piece des plaques de base 30a, 30b et 30c 
comporte des couches de cuivre 32a. Certaines des couches 
de cuivre 32a sont prevues pour mettre les modules 

30 electriques 38 en liaison electrique l'un avec 1' autre. 

Le dispositif A circuit imprime de la fig. 10 
comprend en outre deux types de section de trou de 
passage 52a et 52b. Le premier type de trou de passage 
52a est prevu separement sur les pieces superieure et 

35 inferieure des plaques de base 30a et 30c, de la mime 
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manidre que la configuration de trou de passage de la 
fig. 9. Le deuxi&me type de trou de passage 52b est pr6vu 
a travers les borne s des trois pieces des plaques de base 
30a, 30b et 30c, Les premier et deuxi&nte types de trou de 
5 passage 52a et 52b connect en t les couches de cuivre 32a 
l'une avec 1' autre. 

En conformity avec le troisi&me mode de realisa- 
tion, tel que represent 6 a la fig. 10, le dispositif a 
circuit imprint peut s 9 adapter k une gamme important de 

lO dispositifs comprenant une grande quantity de dispositifs 
a puce a density €lev£e. 

En se r£f£rant a present & la fig, 11, on d£crit 
br lavement une variante du module 61ectrique 38 de la 
fig. 4. La variante comporte une configuration de .c&blage 

15 en multicouches. A la fig. 11, le module 61ectrique 38 

pr£sente une configuration similaire au module &lectrique 
38 de la fig. 4. Le module 61ectrique 38 de la fig. 11 
comprend deux couches de lignes imprim€es en r6sine 
conductrice 48 et 54 et des couches fonnant couverture 

20 isolante 56 . Les lignes imprim£es en r6sine conductrice 
inf^rieures 48 sont configures de manidre similaire aux 
lignes imprim£es en r£sine conductrice 48 de la fig. 4. 
Les couches fonnant couverture isolante 56 sont d£pos£es 
sur le module 61ectrique 38 afin de recouvrir les lignes 

25 imprim6es en r&sine conductrice sup£rieures 48. Les 
lignes imprim£es en r6sine conductrice inf£rieures 54 
sont d£pos£es sur les couches formant couverture isolante 
56. Mais les extr£mit£s des lignes imprim^es en r£sine 
conductrice supgrieures 54 sont relives aux plots a 

30 bornes 44a des dispositifs a puce 44 ou des conducteurs 
de cuivre 40 sur le cadre 42. 

En conformity avec la variante represents a la 
fig. 11, le dispositif a circuit imprim£ peut 6galement 
s* adapter a une gamme importante de dispositifs qui 
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comprennent une grande quantity de dispositifs & puce A 
density £lev6e. 

Comme decrit ci-dessus, la pr£sente invention 
cr§e un dispositif & circuit imprime tr6s perfectionn&. 

L' invention n'est pas liinit&e aux exemples de 
realisation representees et d^crits en detail car diver* 
ses modifications peuvent y &tre apportees sans sortir de 
6on cadre. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif a circuit. imprim£ comprenant au 
moins une plaque de circuit imprint^ (30) comport ant des 
lignes imprim^es de cuivre (32) et au moins un compos ant 
61ectrique (44) mont6 sur la plaque de circuit iroprim6 

5 (30) par 1 'intermedia ire des lignes imprim6es de cuivre 
(32), caract€ris£ en ce que le dispositif comprend en 
outre au moins un module £lectrique (38) mont£ sur la 
plaque de circuit imprint (30), le module 61ectrique (38) 
comprenant au moins un cadre isolant (42) d&flnissant un 

10 espace de logeroent (42b) dans la zone interne du cadre 
(42) servant & loger le composant 61ectrique (44), au 
moins un conducteur de cuivre (40) pr£vu sur une partie 
en forme d'anneau (42a) du cadre (42) pour relier a la 
fois 61ectriquement et m§caniquement le module £lectrique 

15 (38) a des homes de soudure (36) de la plaque a circuit 
imprim'6 (30) et pour une liaison au composant 61ectrique 
(44), et au moins une ligne imprim&e de r6sine conduc- 
trice (48) d£pos£e sur le cadre (42) pour mettre le 
composant €lectrique en liaison 61ectrique avec le 

20 conducteur de cuivre (40) . 

2. Dispositif selon la revendication 1, caract&- 
risd en ce que le module 61ectrique (38) comprend un 
moyen servant a d£finir la hauteur du composant 61ectri~ 
que (44) a la mtae hauteur que le cadre (42) . 

25 3. Dispositif selon la revendication 2, caract£- 

risg en ce que le moyen de definition de hauteur comprend 
un garnisseur (46) garni dans l 1 espace de logement (42b) 
du cadre (42), le composant 61ectrique (44) 6tant enferm6 
dans le garnisseur (46) selon une profondeur qui est la 

30 mfime que la hauteur du composant £lectrique (44) . 



4. Dispositif selon. la revendication 2, caracte- 
rise en ce que le moyen d^finissant la hauteur comprend 
une extremity inf6rieure dgfinissant la profondeur de 
l'espace de logement (42b) A la raeme hauteur que le 
composant 61ectrique (44) . 

5. Dispositif selon la revendication 4, caracte- 
ris6 en ce que le module electrique (38) comprend un 
garnisseur (46) garni dans l'espace de logement (42b) du 
cadre (42), le composant electrique (44) 6tant enferme 
dans le garnisseur (46) . 

6. Dispositif selon la revendication 1, caracte- 
rise" en ce que le conducteur de cuivre (4 0) comprend une 
premiere borne (40a) positionnees sur une surface du 
cadre (42) servant & relier le composant Electrique (44) 
et une deuxi&me borne (40b) se prolongeant vers la 
surface opposee du cadre (42) pour assurer la liaison 
avec la plaque de circuit imprim6 (30) • 

7. Dispositif selon la revendication 6, caracte- 
ris& en ce que la deuxi&me borne (40b) 'du conducteur de 
cuivre (40) comprend une section positionnee sur le 
pourtour du cadre (42) • 

8. Dispositif selon la revendication 6, caractev- 
rise en ce que la deux ieme borne (40b) du conducteur de 
cuivre (40) comprend un conducteur de trou de passage 
(40c) mettant en liaison les deux surfaces du cadre (42). 

9. Dispositif selon la revendication 1, caracte- 
ris€ en ce que la plaque de circuit imprim& (30) comporte 
les lignes ixnprim£es de cuivre (32) et les borne s de 
soudure (36) sur ses deux surfaces oppos6es, une plura- 
lity de modules £lectriques (38) 6tant months sur les 
deux surfaces opposees de plaque A circuit imprimfe (30). 

10. Dispositif selon la revendication 9, caracte 1 - 
ris6 en ce que la plaque k circuit imprim6 (30) comprend 
un conducteur de trou de passage (45b) mettant en liaison 
les deux surfaces de la plaque & circuit imprint (30) . 
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11* Dispositif selon la revendication 10 , carac 
t£ris& en ce qu'il comprend en outre au moins une 
deuxi&me plaque A circuit imprim£ (30) dSfinisBant un 
deuxi&ne e space de logement servant a loger le module 
61ectrique (38) , 
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